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Aus Technik und Wirtschaft

IBM SNA/SDLC im Ethernet Wide Area Network

Die Firma Teleinform AG, Bu-
bikon bietet mit TransSDLC
eine Erweiterung der 802 WAN
TM Familie von Vitalink an.

TransSDLC integriert IBM FEP
und Cluster Controller in beste-
hende Netzwerke wie z.B. Et-
hernet und beniitzt diese Netz-
werke als Ubermittlungsmedi-
um. Daten kénnen am gleichen
oder einem remote LAN via
TransLAN-Bridge ausgekoppelt
werden. TransSDLC iibermittelt
kein Polling. IDLE-Pakete wer-
den ebenfalls unterdriickt. Die-
ses Gerit ersetzt keine FEP oder
Cluster Controller sondern inte-
griert diese in bestehende Netz-
werke. Bei Netzwerkidnderun-
gen muss nur das TransSDLC
neu konfiguriert werden. Mit
TransSDLC koénnen FEP-Ports
eingespart werden.Eine 56 Kbps
FEP - TransSDLC Verbindung
kann z. B. fiir 5 Cluster Control-
ler konfiguriert werden. Auf der
Remote-Seite kénnen die 5 Clu-
ster Controller mit verschiede-
nen Geschwindigkeiten, point
to point oder multipoint ange-
schlossen werden.

Die meisten Parameter in
TransSDLC werden On-line
konfiguriert um Betriebsunter-
briiche klein zu  halten.
TransSDLC hat eine Konfigura-
tionstabelle fiir maximal 32
SDLC PU2 und unterstiitzt Ka-
nalgeschwindigkeiten bis zu 64
Kbps mit RS 232/V.35 Schnitt-
stellen.

Umfassende Statistiken iiber
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konnen an der Konsole abgeru-
fen werden.

TransSDLC arbeitet als «Host
Interface Processor» (HIP) oder
«Cluster Interface Processor»
(CIP). Die SNA FEP/Host er-
kennen einen HIP als eine oder
mehrere sekundire SDLC Sta-
tion SNA 3270 Cluster. Ein HIP
beantwortet Host-Polling und
Daten sofort und garantiert die
Datentibermittlung. Ein HIP
deaktiviert idle HIP zu CIP Ver-
bindungen ohne LU - LU Ver-
bindungen zu unterbrechen.

SDLC Cluster Controller erken-
nen einen CIP als einen IBM
SNA 3725 FEP. Ein CIP emu-
liert das FEP Polling lokal und
beantwortet Daten sofort. PU4
zu PU2 Verbindungen.

Bei einer TransSDLC Installa-
tion eriibrigt sich meistens eine
SYSGEN-Anderung der SNA
FEP/Host Software und Hard-
ware.

Typische Anwendung: Anstelle
von Parallel-Fiihrung von I1BM
und Ethernet Verkabelungen,
Einsatz des TransSDLC zur
gleichzeitigen Ubermittlung von
IBM Daten tiber das 10 Mbps Et-
hernet-Kabel.

TransSDLC besitzt die gleiche
Software ~ Management  wie
TransLAN, TransLINK und
TransRING.

Teleinform AG
8608 Bubikon
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Neues «Kleb- und Dichtungswunder»

Auf jeder Baustelle gibt es im-
mer etwas abzudichten, anzu-
kleben oder zu reparieren! Spe-
ziell fiir diese Art von Arbeiten
wurde die elastische, preisgiin-
stige und praktisch universell
einsetzbare Kleb- und Dich-
tungsmasse Tegucol 310 entwik-
kelt. Tegucol 310 ist eine Masse

auf der Basis von modifiziertem
Spezialbitumen und ist priadesti-
niert fiir folgende Einsatzberei-
che: Als Haftmittel fiir bitumi-
nose Dachdeckungen, als Dich-
tungsmasse fiir Risse und Fugen,
zum Kaltverkleben der Stosse bei
Bitumenunterdichern (z.B. Te-
gubit), als Reparaturmasse bei

undichten Rinnen, als Abdich-
tungsmasse bei Kamin- und Fen-
sterabschliissen usw.

Tegucol 310 haftet hervorragend
auf Beton, Stein, Asbestzement,
Pappe, Glas, Tegubit, Holz etc.
Sogar auf feuchten Untergriin-
den ist eine hohe Kleb- und
Haftkraft gewahrleistet. Tegucol
310 ist in Kartuschen a 310 ml

Neu von Sigma Coatings

Sigma Coatings ist die erste Fir-
ma auf dem Markt mit Pulver-
beschichtungen auf Kynar
PVDF-Basis fiir dauerhaftere
Aussenfldchen von Bauwerken
Das holldndische Unternehmen
Sigma Coatings B. V., Hersteller
von Schutzbeschichtungen fiir
Bauwerke, hat ein neues Pulver-
beschichtungssystem fiir Alumi-
niumprofile und Verkleidungen
entwickelt. Es basiert auf dem
bereits durch seine hohe Bestdn-
digkeit bei der Beschichtung von
Bauten bekannten Kynar PVDF
(Polyvinylidenfluorid) von
Pennwalt. Diese Lacke auf Fluo-
rid-Polymer-Basis wurden bis-
her als Nassspray aufgetragen.
Sigma hat es jetzt moglich ge-
macht, PVDF als Pulverbe-
schichtung aufzutragen und
bringt es als erste Firma in den
Handel.

Das System wurde auf Anregun-
gen von Architekten und verar-
beitenden Betrieben entwickelt.
Verarbeitende Betriebe fordern
ein wirksameres, emissionsfrei-
es Verfahren fiir PVDF-Spraybe-
schichtung. Und Architekten
und Designer verlangen ein bes-
seres Qualititsprodukt als Poly-
ester-Pulverbeschichtungssyste-
me. Sigma hat fiir beide Proble-
me eine Losung - PVDF-Pulver.

erhiltlich, und das Produkt wird
mittels einer handelsiiblichen
Kittpistole verarbeitet.

Tegucol 310 wurde von Fachleu-
ten fiir Fachleute entwickelt und
gehort auf jede Baustelle!

Tegum AG
Leutschenbachstr. 45
8052 Ziirich

Das neue Pulverbeschichtungs-
system auf PVDF-Basis hat alle
Vorteile eines Hochleistungs-
PVDF-Nassspraysystems, je-
doch mit verbesserten mechani-
schen Eigenschaften: ein einma-
liger Auftrag sorgt fiir eine dik-
kere Schutzschicht. Verglichen
mit Polyester-Pulver bedeutet
es: ausgzeichnete Witterungs-
und Korrosionsbestandigkeit,
chemische Bestdndigkeit und ge-
ringe Wartung. Die neue Pulver-
beschichtung auf PVDF-Basis ist
hinsichtlich Flexibilitat, Kratz-
und Schlagbestindigkeit besser
als Nass-Systeme. Eine Lage
PVDF-Pulver von Sigma ist dik-
ker als zwei oder drei Lagen
PVDF-Nassspray. Ein Bauwerk
wird gleichermassen mit einem
Hochleistungs-Kunststoff-
Schutzfilm versehen.

Auf Lack- und Glanzbestindig-
keit, Lichtechtheit, Kreiden, Ad-
hision und Korrosion wird 10
Jahre Garantie geleistet, wenn
die  Pulverbeschichtung auf
PVDF-Basis von einem von Sig-
ma autorisierten Verarbeitungs-
betrieb nach den Sigma-Quali-
titsnormen aufgetragen wird.

Sigma Coatings BV
NL-3700 AC Zeist

Neue Broschiire: Die Industrieverkabelung

Viele niitzliche Tips und Anre-
gungen fiir die Praxis: Heutzuta-
ge werden immer mehr Kom-
munikations- und Energiekabel
in Industriebetrieben, Gross-
kraftwerken und d@hnlichen Ob-
jekten zusitzlich oder neu ver-
legt. Marktuntersuchungen ha-
ben gezeigt, dass diese Verkabe-
lungen sehr personal- und damit
kostenintensiv sind.

Zeitgemisse Methoden der In-
dustrieverkabelung finden des-
halb immer grossere Bedeutung.
Rationelle Arbeitstechniken er-

leichtern nicht nur die Verle-
gung, sondern machen diese vor
allem kostenglinstiger.
Lancier-Know-how und niitzli-
che Anregungen aus der Praxis
waren Anlass fiir die Herausga-
be der Broschiire «Die Indu-
strieverkabelung» mit vielen
Tips, praktischen Hinweisen
und informativen Abbildungen.
Interessenten erhalten diese In-
formationsbroschiire kostenlos.
Lancier
Maschinenbau-Hafenhiitte
Postfach 47 01 60
D-4400 Miinster-Wolbeck
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Miniaturisierung im Submikronbereich

Miniaturisierung ist das Schlag-
wort und der Trend in der Mi-
kroelektronik. Die Strukturen
auf den Waferscheiben - aus de-
nen spiter die Chips hergestellt
werden - haben inzwischen
Grossenordnungen des Submi-
kronbereiches erreicht. D. h. sie
sind kleiner als eintausendstel
und bis zu einhunderttausend-
stel Millimeter klein. Zum Her-
stellen solcher Strukturen wer-
den chemische Atzprozesse un-

ter Vakuum eingesetzt. Die ge-
zeigte Dreikammer-Wafer-Plas-
ma-Atzanlage arbeitet mit TRI-
VAC BCS-Drehschieberpumpen
und RUVAC-Wilzkolbenpum-
pen der Leybold AG. Da beim
Atzen #dusserst aggressive Gase
benutzt werden, missen die 6l-
gedichteten Vakuumpumpen ex-
tremen Belastungen standhal-
ten.

Leybold AG, Kéln

SPRINT Kiichenarmatur mit Auszugsbrause

Jetzt gibt es SPRINT, die erste
Kiichenarmatur im modernen
High-Tech-Design mit Auszugs-
brause.

Die SPRINT Kiichenbatterie,
welche bereits mit mehreren De-
signpreisen ausgezeichnet wur-
de und zweifellos ein Blickfang

Tagungen

in jeder Kiiche ist, verfiigt tiber
eine praktische Auszugsbrause
mit verstellbarem Wasserstrahl
(Soft- und Regenstrahl), der je-
dem Anspruch gerecht wird.

Im technischen Bereich lésst die
SPRINT Armatur (S 1040) eben-
falls keine Wiinsche offen.
Dank der modernen Keramik-
scheibentechnik ldsst sich mit
einer Griffdrehung von 180° so-
wohl Wassermenge wie Tempe-
ratur aufs feinste regulieren;
auch das lastige Tropfen wegen
abgeniitzten Gummidichtungen
ist bei der SPRINT Kiichenbat-
terie nicht mehr maéglich.

Die SPRINT Armaturen sind in
allen gingigen Sanitirfarben
beim Sanitédr-Installateur oder
beim Sanitir-Grosshandel er-
hiltlich.

Metallgiesserei & Armaturen-
fabrik Lyss

Zeughausstrasse 17, 3250 Lyss
Tel. 032/84 34 64

«Forschung im Dienste der Praxis»
Stahlbautag zu Ehren Professors John W. Fisher

Professor Dr. John W. Fisher,
der an der Universitit Lehigh,
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Bethlehem, USA, Bauingenieur-
wissenschaften lehrt, wird am 3.

Mai 1988 die Wiirde eines Eh-
rendoktors der Eidgenossichen
Technischen Hochschule Lau-
sanne verliehen.

Prof. Fisher zu Ehren veranstal-
tet das ICOM-Construction mé-
tallique der ETH-Lausanne am
Mittwoch, den 4. Mai 1988 einen
Stahlbautag unter dem Motto:
«Forschung im Dienste der Pra-
Xis».

High Tech in Osterreich

Das 3. Kolloquium der IHB-Stif-
tung (International High-Tech-
Forum Basel) findet am 28./29.
April 1988 in Wien statt. Ta-
gungsort ist das Technische Zen-
trum Creditanstalt-Bankverein,
Julius Tandler-Platz, 1090 Wien.
An der Organisation mitbetei-
ligt sind das Bundesministerium
fuir Wissenschaft und For-
schung, das Osterreichische For-
schungszentrum  Seibersdorf,
die Vereinigung Osterreichi-
scher Industrieller, die technova
Graz. Das Tagungsthema «High

Weiterbildung

Vortrige werden halten die HH.
Professoren J. Brozzetti (ENPC,
Paris), A.W. Pense (Lehigh),
J. W. Fisher(Lehigh), sowie fiinf
Redner aus dem Kreise der
ETH-L.

Auskiinfte, Programme und An-
meldungen: Sekretariat ICOM-
Construction métallique, EPFL,
GC-Ecublens, 1015 Lausanne.
Tel. 021/47 24 22. Anmeldefrist
bisam 15. April 88.

Tech in Osterreich» wird an
Entwicklungsbeispielen aus den
Regionen Wien und Graz abge-
handelt, wobei die in den Refe-
raten vermittelten Hintergrund-
informationen durch Diskussio-
nen und Besichtigungen von
Firmen und Forschungsinstitu-
ten vertieft werden. Das Detail-
programm ist Uber folgende
Kontaktadresse erhéltlich: In-
ternational ~ High-Tech-Forum
Basel, Frau R. Bruns-Marty, c¢/o
Schweizer Mustermesse, Post-
fach, 4021 Basel.

Wissenschaft und Praxis: Bauseminar
Oberfldchenschutz von Stahlbeton

mit flexiblen Dichtungsschldimmen im konstruktiven Ingenieurbau

Ein Weiterbildungsseminar der
Bauakademie Biberach/D, in
Lindauam 15. April 1988.

Seminarleitung: Prof. Dipl.-Ing.
CH. Roller, Rektor der Fach-
hochschule Biberach, Prof. Dr.

R. Springenschmid, TU Miin-
chen

Teilnehmergebithr DM 194.-
Anfragen, Anmeldungen: Bau-
akademie Biberach, Postfach
1260, D-7950 Biberach (Riss) I,
Tel. (073 51) 5 82-18.

Bauherr und Haustechnik

Veranstaltung im Rahmen des Impulsprogramms Haustechnik in
Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Hauseigentiimerverband

Ziirich, 4. Mai 1988, im ETH-Zentrum

Teilnehmerkreis: Die Veranstal-
tung richtet sich vor allem an
Bauherren, die  wiederholt
Dienstleistungen der Haustech-
nikbranchen (Heizung, Luf-
tung, Klima, Sanitir, Elektro)
fiir Neubauten, Sanierungen
oder den Betrieb ihrer Liegen-
schaften in Anspruch nehmen.
Auch  Architekten in ihrer
Funktion als Bauherrenvertre-
ter und Koordinatoren des Pla-
nungs- und Bauablaufs sind an-
gesprochen.

Inhalt: Die Qualitit einer haus-
technischen Anlage dussert sich
nicht nur in der Hohe der Inve-
stitionen und im gelieferten
Komfort, sondern auch in der

Zuverlissigkeit und den Be-
triebskosten. Die Veranstaltung
will dem Teilnehmer zeigen,
welche Hindernisse sich dieser
Qualitit von der Idee bis zum
Betrieb entgegenstellen und wie
er bei der Auswahl seiner Fach-
leute, beim Formulieren der Zie-
le und Randbedingungen, im
Werkvertrag, bei der Abnahme
und wihrend des Betriebs diese
Hindernisse aus dem Weg riiu-
men kann.

Weitere Auskiinfte und Anmel-
deunterlagen: Koordination der
Fachverbinde IPHT, Postfach
65, 8117  Fillanden, Tel.
01/82508 12 (R. Aeberli).
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